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ソルダーペースト異種合金：適用 / 用途別 ソルダーペースト有鉛

A3（420×297mm）

高精度に分級された球形はんだ粉末を使用

■
■

SE58-M956-2 (Sn 37Pb) Type 4 有鉛合金
高濡れ

作業性、はんだ付け性、残渣信頼性に優れる
高密度表面実装に対応

超低ボイドタイプ

■
■
■

SS58-M955LV (Sn 36Pb 2Ag) Type 4 有鉛合金
低ボイド

融点 179 - 190ºC
超低ボイドタイプ。BGA、PwTr などあらゆる部品でボイドを抑制
低速から高速 (20 ‒ 60mm/sec.) 印刷に幅広く対応

アンチモン添加でチップ立ちを効果的に抑制

■
■
■

SSA58-M955 (Sn 36.8Pb 0.4Ag 0.2Sb) Type 4 有鉛合金
チップ立ち抑制

融点 179 ‒ 190ºC、アンチモンの添加で表面張力を減少させ、チップ立ちを抑制
版上ライフが長くタック時間も長いため、幅広いプロセスウィンドウを確保
フラックス残渣が少なく、きれいな仕上がり

優れた耐冷熱サイクル性

■
■
■

SB6N58-HF350D / SB6NX58-HF350D (Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In / Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In 0.8Cu) Type 4 高耐久合金
ディスペンス用
ハロゲンフリー

ヒートサイクルの耐クラック性に優れた合金を使用
連続塗布時、シリンジ打ち切りまで安定した塗布性能
ハロゲン化合物を添加していない、ハロゲンフリー製品

低温域リフローで信頼性・作業性を両立

■
■
■

T4AB58-HF360D (Sn 0.4Ag 57.6Bi) Type 4 低融点合金
ディスペンス用
ハロゲンフリー

融点 138 ‒ 140ºC の低融点ソルダーペースト
耐熱性の低い部品や基板の低温での大気リフローが可能
ペーストの乾燥を抑え、安定したディスペンス性とタック性能向上を実現

高耐久はんだ合金ソルダーペースト
（In系・ディスペンス用）

低温はんだ合金ソルダーペースト
（Bi系・ディスペンス用）

有鉛はんだ合金ソルダーペースト
（高濡れ・低ボイド）

有鉛はんだ合金ソルダーペースト
（チップ立ち抑制・Ag入り）

有鉛はんだ合金ソルダーペースト
（チップ立ち抑制・Ag/Sb入り）


